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挠性印制线路板用压延铜箔

1 范围

本标准规定了挠性印制线路板用压延铜箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质
量证明书及订货单(或合同)内容等。

本标准适用于制造挠性印制线路板用压延铜箔(以下简称铜箔)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2036—1994 印制电路术语

GB/T5121(所有部分) 铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T10610 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

GB/T26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第3部分:板带材

GB/T29847—2013 印制板用铜箔试验方法

3 术语、定义和符号

GB/T2036—1994界定的以及下列术语、定义和符号适用于本文件。为便于使用,以下重复列出

了GB/T2036—1994中的某些术语和定义。

3.1 
可低温退火压延铜箔 copperfoilasrolled-wrought-lowtemperatureannealable
可在使用过程中经低温热处理后性能达到一定要求的压延铜箔。

3.2 
粘结增强处理 bondenhancingtreatment
改善金属箔表面与相邻材料层之间结合力的处理。
[GB/T2036—1994,定义3.2.53]

3.3 
蚀刻 etching
用化学或电化学方法去除基材上无用导电材料形成印制图形的工艺。
[GB/T2036—1994,定义5.3.19]

3.4 
可焊性 solderability
金属表面被熔融焊料润湿的能力。
[GB/T2036—1994,定义6.4.12]
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